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[bookmark: BookMark4]

半导体封装用键合丝的键合拉力测试规程
[bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc91456202][bookmark: _Toc21805][bookmark: _Toc29978][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc91456171][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc129716185][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986771]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219]本文件确立了半导体封装用键合丝的键合拉力测试的基本要求、试验步骤以及失效类别与指导等程序。
本文件适用于采用热压焊、超声焊和其它相关技术键合的、具有内引线的半导体器件封装内部的引线-芯片键合、引线-基底键合或内引线-引出端键合的拉力测试。
[bookmark: _Toc21776][bookmark: _Toc3338]规范性引用文件
[bookmark: _Toc91456204][bookmark: _Toc91456173][bookmark: _Toc129716187][bookmark: _Toc15921]本文件无规范性引用文件。
术语和定义
[bookmark: _Toc26986532]本文件无术语和定义。
[bookmark: _Toc18415]基本要求
[bookmark: _Toc21773]设备
带有放大倍数至少为15倍显微系统的拉力试验机，测量精度不小于0.1gf。
[bookmark: _Toc27638]夹具
应能够对被拉的键合丝施加足够的力，防止在拉拔测试期间试样移动，并应允许将挂钩定位到对线施加最佳力的位置。
[bookmark: _Toc3104]拉钩
由刚性材料制成，表面无缺陷和污染。
[bookmark: _Toc24039]环境
试验环境应保证千级车间的洁净度，试验应在无风环境中进行操作。
[bookmark: _Toc28399]操作
测试人员需穿洁净服，不用手触碰键合丝。
[bookmark: _Toc10278][bookmark: _Toc4394]试验步骤
[bookmark: _Toc12594]根据需求选取测试位置，如图2～图4。
[image: BSOB中跨][image: SBB中跨]
a）BSOB线弧的拉力测试位置                      b）SBB线弧的拉力测试位置
标引序号说明：
1-鱼尾键合；
2-球键合。
图2 钩子放置在金属引线的中跨附近
[image: BSOB球键合][image: SBB球键合]
   a）BSOB线弧的拉力测试位置                     b）SBB线弧的拉力测试位置
标引序号说明：
1-鱼尾键合；
2-球键合。
图3 钩子放置在球键合的颈部附近
[image: BSOB鱼尾键合][image: SBB鱼尾键合]
a） BSOB线弧的拉力测试位置                      b）SBB线弧的拉力测试位置
标引序号说明：
1-鱼尾键合；
2-球键合。
图4 钩子放置在鱼尾键合的颈部附近
[bookmark: _Toc26845]测试前对拉力试验机进行调零校准。
[bookmark: _Toc31152]在显微镜下将挂钩置于待测位置（如图2、图3、图4所示），使其在俯视角度观察时垂直于基板面。
[bookmark: _Toc18598]匀速施加拉力，加载速度为0.2mm/s~1mm/s，直至丝线断裂。
[bookmark: _Toc31662]读取拉力最大值，记录为拉断力。
[bookmark: _Toc4159]失效类别与指导
失效类别
引线或键合点的开裂分类如下：
a）芯片破裂单元脱离芯片（包括凹痕）；
b）金属化层芯片翘起或者金属化层内部出现失效；
c）键合引线脱离芯片上的金属化层；
d）引线在第一键合点的颈缩处断裂；
e）引线处断裂；
[bookmark: _GoBack]f）引线在第二键合点的颈缩处断裂；
g）键合引线从基底、引线框架或金属化层脱离；
h）金属化层从基底或引线框架处翘起；
i）基底、引线框架破裂或被拉脱。
失效指导
根据6.1的失效类别，做以下指导。
a）当出现失效类别6.1中的e），即在引线处断裂时，该失效类别可以接受。
b）当出现失效类别6.1中的d）和f）时，应从引线材料和键合工艺方面分析原因。
c）当出现失效类别6.1中的a）、b）、c）、g）、h）和i）时，除了引线材料和键合工艺外，还应该从键合界面分析原因。
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